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Abstract (en)
[origin: WO9415361A1] Semiconductor with field effect transistors therein has a substantial metallic source bridge joining the adjacent FET sources.
The source bridge is mounted against a heat extracting support to both support the FET and cool it.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte a une puce de semiconducteur dans laquelle sont incorporés des transistors a effet de champ et qui comprend un pont de
source essentiellement en métal reliant les sources de transistors a effet de champ adjacentes. Le pont de source est monté contre un support
d'extraction de chaleur, qui sert a la fois a soutenir les transistors a effet de champ et a les refroidir.
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